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二、说明、目录、图表目录

        摩尔定律下，代工制程节点不断缩小，布线层数持续增加，CMP成为关键制程。1991

年IBM公司首次成功地将CMP技术应用到动态随机存储器的生产以来，随着半导体工业踏着

摩尔定律的节奏快速发展，芯片的特征尺寸持续缩小，已发展至5~7nm。CMP已成功用于集

成电路中的半导体晶圆表面的平面化。根据不同工艺制程和技术节点的要求，每一片晶圆在

生产过程中都会经历几道甚至几十道的CMP抛光工艺步骤。

        随着特征尺寸的缩小，以及布线层数增长，对晶圆平坦化精度要求不断增高，普通的化

学抛光和机械抛光难以满足在当前集成电路nm级的精度要求，特别是目前对于0.35um制程及

以下的器件必须进行全局平坦化，CMP技术能够全局平坦化、去除表面缺陷、改善金属台阶

覆盖及其相关可靠性，从而成为目前最有效的抛光工艺。抛光工艺对比     抛光工艺   特点       

化学抛光   表面精度较高，损伤低，完整性好，不容易出现表面/亚表面损伤，但研磨速率较

慢，材料去除效率较低，不能修正表面型面精度，研磨一致性比较差       机械抛光   研磨一致

性好，表面平整度高，研磨效率高容易出现表面层/亚表面层损伤，表面粗糙度值比较低      

CMP   吸收了化学抛光和机械抛光的优点，目前CMP工艺能够在保证材料去除效率，并获得

全局平整落差&lt;100A。（相当于10nm原子级别）超高平整度。   数据来源：公开资料整理

        智研数据研究中心发布的《2022-2028年中国CMP抛光市场分析与发展趋势研究报告》共

十四章。首先介绍了CMP抛光行业市场发展环境、CMP抛光整体运行态势等，接着分析

了CMP抛光行业市场运行的现状，然后介绍了CMP抛光市场竞争格局。随后，报告对CMP抛

光做了重点企业经营状况分析，最后分析了CMP抛光行业发展趋势与投资预测。您若想

对CMP抛光产业有个系统的了解或者想投资CMP抛光行业，本报告是您不可或缺的重要工具

。

        本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等

数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及

市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数

据主要来自于各类市场监测数据库。
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影响CMP抛光结果和效率。一般从平均磨除率、平整度和均匀性、选择比和表面缺陷四个维

度来评判抛光效果。其中，抛光垫的物理化学等性能在CMP工艺中发挥了重要的作用。CMP
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、厚度、粗糙度；结构、表面形态、稳定性   数据来源：公开资料整理
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13.1.2 技术开发战略

13.1.3 业务组合战略

13.1.4 区域战略规划

13.1.5 产业战略规划

13.1.6 营销品牌战略

13.1.7 竞争战略规划

13.2 对我国CMP抛光品牌的战略思考

13.2.1 CMP抛光品牌的重要性

13.2.2 CMP抛光实施品牌战略的意义

13.2.3 CMP抛光企业品牌的现状分析

13.2.4 我国CMP抛光企业的品牌战略

13.2.5 CMP抛光品牌战略管理的策略

13.3 CMP抛光经营策略分析

13.3.1 CMP抛光市场细分策略

13.3.2 CMP抛光市场创新策略

13.3.3 品牌定位与品类规划

13.3.4 CMP抛光新产品差异化战略

13.4 CMP抛光行业投资战略研究

13.4.1 2019年CMP抛光行业投资战略

13.4.2 2022-2028年CMP抛光行业投资战略

13.4.3 2022-2028年细分行业投资战略

 

第十四章 研究结论及投资建议（）

14.1 CMP抛光行业研究结论

14.2 CMP抛光行业投资价值评估

14.3 CMP抛光行业投资建议

14.3.1 行业发展策略建议

14.3.2 行业投资方向建议

14.3.3 行业投资方式建议（）

  详细请访问：http://www.abaogao.com/b/jiancai/K77161RMNV.html
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